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Vorwort

Weichlöten 2017 – Ist Korrosion vermeidbar?

Der DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. führt zusammen
mit der Fachgesellschaft „Löten“ im DVS und mit Unterstützung des Arbeitskreises Korrosions-
schutz in der Elektronik und Mikrosystemtechnik der GfKORR – Gesellschaft für Korrosions-
schutz e. V. am 7. März 2017 im Richard-Küch-Forum in Hanau die Tagung „Weichlöten 2017“
durch.

Die Frage nach der Korrosion ist für die Zuverlässigkeit und Lebensdauer elektronischer Bau-
gruppen entscheidend. Dabei wird die Korrosion durch Faktoren beeinflusst wie

 Flussmittel,
 Lotpasten,
 Metallisierungen,
 Lackschichten,
 Prozessrückstände und Umwelteinflüsse,

um nur einige zu nennen. Alle diese Einflüsse stehen in Wechselwirkung miteinander, sodass
eine zuverlässige Lösung äußerst komplex ist.

Aus diesem Grund wird die Korrosionsproblematik auf der Weichlöten 2017 unter den verschie-
densten Gesichtspunkten von Materialentwicklern, Produzenten, Anwendern und Spezialisten
für die Reinigung elektronischer Baugruppen vorgestellt und diskutiert.

Die Veranstalter bedanken sich bei der Programmkommission für die Zusammenstellung der
Vorträge sowie bei den Referenten und Sponsoren für die Unterstützung bei der Durchführung
der Tagung.

Wir sind sicher, Ihnen eine attraktive Veranstaltung bieten zu können, und freuen uns auf Ihr
Kommen.

März 2017

Mathias Nowottnick
Vorsitzender der
Programmkommission

Helmut Schweigart
Vorsitzender des Arbeitskreises
Korrosionsschutz in der Elektronik
und Mikrosystemtechnik der GfKORR

Michael M. Weinreich
Geschäftsführer der Fach-
gesellschaft „Löten“ im DVS
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